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每周资讯|下半年财政政策继续发力；中国人形机器人上半年出货超4万台；景旺电子拟投43.88亿元扩产
一、行业
下半年积极财政政策继续发力，增量政策将适时出台
8月21日，国务院新闻办公室举行新闻发布会。财政部介绍，2026年财政支出预算首次超过30万亿元，新增政府债券11.89万亿元；下半年仍有2万多亿元地方政府专项债券和超长期特别国债待发行使用。财政部将加快资金使用、加力扩大内需，并根据经济运行情况及时谋划务实管用的增量政策。（中国政府网）

上半年数字产业收入增长13.6%，利润增长19.3%
8月26日，工业和信息化部发布2026年上半年数字产业运行情况：实现收入20.71万亿元，同比增长13.6%；利润总额1.79万亿元，同比增长19.3%，收入利润率8.6%。收入前十省市合计17.21万亿元，占全国83.1%，产业集聚效应进一步增强。（工业和信息化部）

美国二季度GDP年化增长1.5%，核心PCE同比上涨3.3%
8月26日，美国商务部经济分析局公布二季度GDP第二次估算，实际GDP按年率增长1.5%，低于一季度的2.1%；实际国内总收入增长2.2%。同日公布的7月PCE价格指数同比上涨3.7%，核心PCE同比上涨3.3%，显示经济放缓但通胀压力仍在。（美国商务部经济分析局）
二、市场
上半年中国人形机器人出货量超4万台，全球占比升至97%
8月20日，《2026年人形机器人产业发展报告》在世界机器人大会上发布。报告显示，2026年上半年中国人形机器人出货量已超过4万台，全球占比提升至97%；国内已形成从关键芯片、核心部组件到整机的完整产业链，行业正从小批量试用加快走向常态化部署和规模化应用。（央视网）

8月前23天新能源乘用车零售61.4万辆，渗透率64.3%
8月26日，乘联分会发布数据，8月1—23日全国新能源乘用车市场零售61.4万辆，同比下降12%、较上月同期下降2%，新能源零售渗透率64.3%；同期厂商新能源批发71.4万辆，同比增长5%、较上月同期增长4%，批发渗透率70.5%。终端零售仍承压，厂商批发保持增长。（乘联分会）


存储器价格上涨推高AI基础设施成本，2027年或占CSP资本开支68%
8月25日，TrendForce称，全球主要CSP为加快AI基础设施建设，资本支出预计2026年增长98%、2027年再增长50%。受服务器内存、企业级SSD价格上涨及采购需求扩张影响，DRAM与NAND Flash占主要CSP资本支出的比重预计从2026年的47%升至2027年的68%。（TrendForce集邦咨询）

三、企业
方正科技珠海、重庆及泰国产能项目协同推进
8月20日，方正科技半年报显示，珠海人工智能及算力类高密度互连电路板基地已于5月完成主体结构封顶，重庆人工智能扩建项目同步加快建设，泰国基地进入产能提升阶段。公司用于800G及1.6T光模块的PCB已实现批量生产，三地协同提升高端产品交付能力。（方正科技公告）

景旺电子拟投43.88亿元建设超高多层PCB项目
8月22日，景旺电子公告，拟将珠海金湾基地原关键工序产能强化项目变更为超高多层PCB智能制造项目，预计总投资43.88亿元。项目将在储备用地新建厂房并引进先进设备，扩充高端高速超高多层PCB产能，重点服务AI算力、高速网络通信和汽车智驾等领域；事项尚需提交股东会审议。（景旺电子公告）

宏昌电子8万吨电子级环氧树脂项目正式投产
8月22日，宏昌电子半年报披露，珠海宏昌年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目已完成试生产并于8月21日投入正式生产。公司同时推进总投资约6000万元的半导体级功能性树脂膜材项目，规划年产172.8万平方米ABF载板用增层膜材；已建成的功能性高阶覆铜板项目正逐步释放产能。（宏昌电子公告）

中钨高新PCB微钻与钻针棒扩产项目加快落地
8月25日，中钨高新披露，旗下金洲公司自2025年下半年投入6个扩产项目，预计新增近8亿支微钻产能，其中1.4亿支和1.3亿支项目已分别于今年3月、6月达产。株硬公司3000万支PCB钻针棒技改项目计划下半年达产，以提升刀具棒材自主供应和国产替代能力。（中钨高新公告）

民爆光电并表厦芝精密，高端钻针产能继续扩充
8月25日，民爆光电披露收购厦芝精密51%股权后的首份并表半年报。厦芝精密5—6月实现营业收入1.04亿元、归母净利润1640万元；0.2毫米以下极小径及50倍径以上高长径比钻针已批量供货，可适配M9板材。其月产能已由4月的1500万支增至2000万支，预计年底突破4000万支。（民爆光电公告）

沪电股份优化55亿元高端PCB项目实施规划
8月26日，沪电股份公告调整总投资约55亿元的新建印制电路板生产项目及配套设施实施规划：因原二期用地交付进度变化，将二期建设内容转至三期用地，并取消自建工业污水处理厂，项目总投资保持不变。该项目面向高层数、高频高速、高密度互连及高通流PCB，重点满足AI服务器和高速网络交换机需求。（沪电股份公告）

嘉立创发布上市后首份半年报，PCB与PCBA业务同步增长
[bookmark: _GoBack]8月26日，嘉立创发布上市后首份半年报。上半年电子产业链业务收入65.56亿元，同比增长51.61%；其中PCB业务收入24.74亿元，增长35.90%，电子装联业务收入12.02亿元，增长52.17%。PCBA付费用户渗透率由上年同期的16.83%升至18.60%，带动PCB收入增加近3亿元。（嘉立创公告）
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